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深圳市博远高科股份有限公司 

关于签订重大合同的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、合同概况 

1、基本情况 

深圳市博远高科股份有限公司（以下简称“公司”）与西畴人民政府、深圳市

中鑫泰投资发展有限公司签署了《西畴县半导体产业园芯片封测项目投资合作协

议》，项目估算投资 1.5 亿元，项目建设内容为：建设芯片封测生产线及配套相

关设施设备。 

2、审议和表决情况 

上述合同为合作意向协议， 签订三方不存在关联关系，本次交易不构成关

联交易，上述合同签订事项需要通过董事会及股东大会审议。  

二、合同相对方的情况 

1、西畴县人民政府 

名称：西畴县人民政府 

地址：西畴县人民路 31号 

2、深圳市中鑫泰投资发展有限公司 

名称：深圳市中鑫泰投资发展有限公司 

地址：深圳市宝安区航城街道深业 U中心 B栋 

经营范围： 投资兴办实业、投资管理、投资咨询（以上）；物业管理 

 

三、合同对挂牌公司的影响 

1、上述合同的签订符合公司战略发展需要，对公司业务发展和市场开拓具
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有重要意义，对公司的经营业绩将带来积极影响。合同的按约履行将进一步提升

公司主营业务在市场的竞争地位，扩大公司业务规模，提高公司盈利能力，增强

公司核心竞争力。 

2、、上述合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主营业务不存在

因履行合同而对交易对方形成依赖的情形。 

 

四、合同履行风险提示 

公司将积极组织、协调及有效管理好相关资源，保证合同的实施执行，但是

上述合同履行过程中可能遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，导致合同无法

全部履行完毕或终止的风险，敬请投资者注意风险。 

 

五、备查文件目录 

（一）《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 

（二）《西畴县半导体产业园芯片封测项目投资合作协议》 

 

 

 

 

深圳市博远高科股份有限公司  

董事会  

2023 年 6 月 16 日  
 


